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Verfahren und Vo rrichtun. „, m „■„■.„.,..„, vm , 

Die vornegende Erfindung bezieh, sioh auf ein Verfahren und eine Vorrich.un 

rir h ,e : von subs,raten ' b * dem - ~ r 

d Ts , ZU beSChioh -^ Subs.ratf.aohe frei «eg, und 

das Substra. mil dem Substrathalter gedreht wird. 

Eine derarfige Vorrioh.ung ist beispielsweise aus der EP-A 0 7,1 108 be- 
*annt D.ese Vorr,oh, ung U mfa 6 , eine Vorbe.aokungss.a.ion. bei de eine zu 
besoh.oh.ende subs.ratfl.che an einem m „ Laok gespeis.en KapiiiarsZ vor 

sT:T "'^ ^ dlS SUbS,ra,flaChe ZU b °>^ A -^eae„d w , d ; ; 
der d ^ e ' ner SCh ' eUderS,a,i0n be ^ «* -erhaib eines Sohu.zrin gs 

dl b 6 ' SUbStra ' ab ^'^ Lackreste abzu,e it en ge- 

dreht bzw. geschleudert. 9 



Bei dieser Vorrioh.ung ergib. sioh das Probiem, da K die duroh den Schieuder 

2 o nr; e,eichma6i9keit der s ~ - - - ™*n - 

ST T VOr " e9enden Er,i " dUn9 ^ AUf93be Ver- 
fahren und e,ne Vornoh.ung der oben genann,en Ar» zum Behandeln von 

Subs.ra.en anzugeben bzw. zu sohaffen, bei dem bzw bei der eine hZ 

25 Beso hi oh.ung der zu behandeinden Subs.ra.fl.ohe erreioW wl ^ 

Erflndungsgemaa wird die ges.ell.e Aufgabe daduroh geias. daS eine am 
Subs,ra.ha,.er befes.igbare Abdeofcung. die gemeinsam mi, dem Z al, 
30 D ab9SSCh, ~ Kammer fur das Subs.ra. bi,de, vorgesehen Z d 

Zt l: 7 SUbS,ratha " er be,eS ' i9bare werden zwisohen m 

Subs.ra, erre,oht. Insbesondere wird innerhalb der Kammer ein s.ehender Be 
-h derar, gebiide.. da 6 sioh die darin beflndiichen G ase, wie beispie^e 
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Luft gemeinsam mit dem Substrathalter und der daran befestigten Abdeckung 
drehen. Ferner wird der Abstand zwischen der zum Substrat weisenden Seite 
der Abdeckung wahrend des Drehvorgangs auf einem konstanten definierten 
Wert gehalten. Hierdurch werden Relativbewegungen und Verwirbelungen 
5 zwischen dem Substrat und in der Kammer befindlichen Gasen auf ein Mini- 
mum reduziert, was zu einer sehr homogenen Beschichtung des Substrats 
fuhrt. Dabei ist es unerheblich, ob die gesamte zu beschichtende Substratfla- 
che vorbeschichtet ist oder ob nur ein Teilbereich, wie beispielsweise der 
Mittelbereich der Substratflache vorbeschichtet ist, und die vollstandige Be- 

10 schichtung mittels des Drehvorgangs erfolgt. Die definierten Umgebungsbe- 
dingungen fur das Substrat erlauben ferner ein gleichma&igeres und ailmahli- 

m ches Abtrocknen eines in der Beschichtung enthaltenen Losungsmittels. 

Urn einen guten Halt des Substrats am Substrathalter sicherzustellen, ohne 
15 die zu beschichtende Substratflache zu beeintrachtigen, weist der Substrat- 
halter eine Halteeinrichtung zum Halten des Substrats mit Unterdruck auf. 



GemaS einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung weist der Substrat- 
halter ferner eine Halteeinrichtung zum Halten der Abdeckung mit Unterdruck 
20 auf. Vorteilhafterweise sind die Halteeinrichtungen fur das Substrat und die 
Abdeckung mit einer gemeinsamen Unterdruckversorgung verbunden, urn nur 
eine Vakuumquelle, wie z. B. eine Vakuumpumpe, vorsehen zu mussen. Da- 
A bei sind die Halteeinrichtungen fur das Substrat und die Abdeckung vorzugs- 
^ weise unabhangig voneinander ansteuerbar, beispielsweise liber eine Ventil- 
25 einheit, da die Abdeckung nur fur den Dreh- bzw. Schleudervorgang am Sub- 
strathalter befestigt wird, wahrend das Substrat uber langere Zeiten, insbe- 
sondere auch bei einer Vorbeschichtung, am Substrathalter gehalten wird. 

Urn einen gut definierten Unterdruckbereich zwischen dem Substrathalter und 
30 der Abdeckung und somit einen guten Halt zu erreichen, ist zwischen Sub- 
strathalter und Abdeckung eine Dichtung vorgesehen. 
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Be, e,ner Ausfuhrungsform der Erfindung ist im Substrathalter eine Vertiefunc 
zur wen,gs,en teiiweisen Aurnahme des Substrata vorgesehen, Ober die e ne 
Zentnerung des Substrats bezugiich des Halters erreiohbar ist Ferner ka 
s ^efung dem substra, beim Ore, bzw. Schieudervorgang Z£? 

Vorzugsweise weis, die Vorrichtung eine Zentriereinrichtung zum g e ge „sei,i- 

ace d TkT AbdeCkU " 9 Und - ^strathaiters auf, um eine detin 1 
Lege der Abdeckung zum Substrathaiter sowie zum Substra, sicherzusteiien 
10 Fur e,ne kostengOnstige und einfache Zentrierung weis, die Zentriere n ' 
tung vorzugsweise wenigstens eine Zentrierschrage an der Abdeckung 
und/oder am Substra.haiter auf. Um eine Unwuch, und eine seitiiche Wr- 
sch,e bung der Abdeckung bezUgiich des Substratha.ters bei der Drehung 

'nrm™^ 
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Be, e,ner besonders bevorzugten AusfDhrungsform der Erfindung is, in, 
AuBenbere.ch des die Kammer definierenden Teiis der Abdeckung eine Aus- 
parung vorgesehen. um einen ausreichenden Raum , Ur abgeschluderT 

"eH:;: Tk Die Ausb " duns der Aussparuns im 

s ohe d e d , e Lackres(e durch dfe be . m Drehen en(stehenden 

krafte s.oher aus dem Bereich des Substrats und auch des Substrathaiters 

weg geieite, werden, um sie vor Verunreinigungen zu schotze, Da e e^ 

z 7 Ausspamn9 vorzu9sweise nach aue - <•«* * ™ 

Sub tra halter weisende Seite abgeschrag, is,. Hierdurch wird die Abiei.ung 
des Lacks vom Subs.ra, und vom Subs,ra,ha„er noch verbesser,. 

Bei einer wei.eren besonders bevorzug.en Ausfohrungsform der Erfindung is, 
d,e Abdeckung zu ,hrer horizontal Mitteiebene symmetric, und es is, eine 
& nr,ch,un g zum Wenden der Abdeckung vorgesehen. so da R die Ab u s 
,n e, ner ers.en Posifion und in einer um 180' gewende,en Position einle zb ar 
,st Vorzugswe.se is, eine h 6 hen maS i g vers.eiibare Aufnahme zum Ha„en der 
Abdeckung vorgesehen. um diese zwischen den DrehvorgSngen, bei denen 
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sie an dem Substrathalter befestigt ist, zu halten. Urn eine Reinigung der Ab- 
deckung wahrend oder zwischen den jeweiligen Schleudervorgangen zu er- 
moglichen, ist eine SpCil- und/oder Trocknungsvorrichtung fur die Abdeckung 
vorgesehen. Das Spulen und/oder Trocknen verhindert eine Verunreinigung 
5 des nachfolgend zu behandelnden Substrats durch an der Abdeckung anhaf- 
tende Verunreinigungen. Bei einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der 
Erfindung ist die Spu!- und/oder Trocknungsvorrichtung Teil der Aufnahme 
und weist wenigstens eine auf die Abdeckung und/oder die Aussparung ge- 
richtete Duse auf. Das Richten einer Duse auf die Aussparung ist besonders 
10 vorteilhaft, da sich - wie oben ausgefuhrt - Lackreste bevorzugt in diesen 
Aussparungen ansammeln und diese mit der Zeit ausfullen wurden, wenn sie 
nicht gereinigt wurden. Vorzugsweise ist wenigstens eine Duse mit einem ein 
Losungsmittel enthaltenden Spulfluid beaufschlagbar, urn die Lackreste zu 
entfemen. Nach der Spiilung wird vorzugsweise ein Trocknungsfluid Qber die- 
15 selbe oder eine weitere Duse auf die Abdeckung gerichtet, um diese zu trock- 
nen. 

Die erfindungsgemaSe Aufgabe wird auch durch ein Verfahren zum Behan- 
deln von Substraten, bei dem das Substrat derart an einem Substrathalter ge- 
20 halten ist. daft die zu behandelnde Substratflache frei liegt und das Substrat 
mit dem Substrathalter gedreht wird, dadurch gelost, daG, eine Abdeckung am 
Substrathalter, die gemeinsam mit dem Substrathalter eine abgeschlossene 
Kammer fur das Substrat bildet, befestigt wird. Durch die Befestigung der Ab- 
deckung am Substrathalter und die Bildung der abgeschlossenen Kammer er- 
2 5 geben sich die schon oben ausgefiihrten Vorteile. 

Bei einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungsform der Erfindung wird die vom 
Substrat abgewandte Seite der Abdeckung wahrend des Drehvorgangs ge- 
spult und/oder getrocknet. Durch die gleichzeitige Spulung und/oder Trock- 
30 nung mit dem Drehvorgang ergibt sich eine Zeitersparnis, da die Spulung 
und/oder Trocknung nicht in einem Zwischenschritt ausgefuhrt werden muS. 
Daruber hinaus fordern die durch den Drehvorgang entstehenden Zentrifugal- 
krafte die Spulung und/oder Trocknung. 



Vor 2 u gsweise d dle Abdeokung aufeinande e 

gangen gewendet. so da B immer eine gereinig.e Seite der Abdeckung zu L 

no 6 3 SUbS,ra ' W6fe '' WShrend dte V ° m -^ehenden 

gang verschmutzte Seite vom Subs.ra, abgewandt is, und gereinig, werden ° r 



10 



15 



25 



D,e Erfindung eigne, sich besonders for die DDnnschichttechnik, insbesondere 
fur ,e Mekong von LCD-Biidschirmen, Masken for die HalbieiterfeZT 
Ha b,e„e, oder Keramiksubstraten, urn dor. rechteckige oder runde P Iat en 
^ -er gleichmaaigen Schicht aus Lack oder anderen zunachs, flj^ 
Med,en, w,e Farbfiltern oder spezieilen Schutzschichten zu versehen. 

Die Erflndung wird naohfoigend annand bevorzugter AusfUhrungsbeispiele 
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen erlautert; in den Zeichnungen zeigt: 



Fig. 1 



20 Fig. 2 



Fig. 3 



Fig. 4 



30 Fig. 5 



eine schematised Darste.lung der erfindungsgemaSen Vorrich- 
tung, bei der ein ein Substrat tragender Substrathalter und eine 
Abdeckung voneinander entfernt sind; 

eine weitere schematisohe DarsteNung der erfindungsgemaGen 
Vomchtung gemaS Fig. 1, wobei die Abdeckung mit dem Sub- 
strathalter in Kontakt steht; 

eine weitere schematise Darstellung der efflndungsgemSGen 
Vomchtung gemaK Fig. wobei die Abdeokung am Substra( 
halter befestigt ist und sich mit diesem dreht 
eine weitere Darstellung der erfindungsgemaBen Vorrichtung 
gemaB F,g. 1 , wob ei die Abdeckung wieder vom Substrathalter 
entfernt ist und der Substrathalter ven der Abdeckung weg be 
wegt wird; a 

eine schematisohe Darstellung der erfindungsgematten Abdek- 
kung und einer Aufnahme fur die Abdeckung, wobei die Abdek- 
kung wahrend eines Wendevorgangs gezeigt isf 
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Fig. 6 



Fig. 7 



Fig. 8 



eine schematische Darstellung der Abdeckung und der Aufnah- 
me, bei der die Abdeckung auf der Aufnahme abgelegt ist; 
eine vergroRerte Schnittdarstellung eines weiteren Ausfuhrungs- 
beispiels der Erfindung, die den Substrathalter und die Abdek- 
kung zeigt, in schematischer Darstellung; und 
eine Draufsicht auf die erfindungsgemaBe Abdeckung gemaB Fig. 
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Die Fig. 1 bis 6 zeigen einen Funktionsablauf fur die erfindungsgemafie Be- 
10 schichtungsvorrichtung 1 der Erfindung. Die Vorrichtung 1 besteht im wesent- 
lichen aus einer Substrataufnahme- und Transporteinheit 2 und einer Abdeck- 
einheit 3. 

Die Aufnahme- und Transporteinheit 2 besitzt eine nicht naher dargestellte 
15 Transportvorrichtung und einen Substrathalter 5, der uber eine Drehwelle 6 
mit einer nicht naher dargestellten Drehvorrichtung gekoppelt ist. Die Drehvor- 
richtung steht mit der Transportvorrichtung in Verbindung und ist damit be- 
wegbar. Eine derartige Aufnahme- und Transporteinheit mit Transportvorrich- 
tung, Drehvorrichtung und Substrathalter ist beispielsweise aus der zuvor ge- 
20 nannten EP-A-0 711 108 bekannt, auf die zur Vermeidung von Wiederholun- 
gen insofern Bezug genommen wird. 

Der Substrathalter 5 besteht aus einer Grundplatte 8, die auf ihrer zur Trans- 
portvorrichtung weisenden Oberseite eine Ausnehmung 10 zur entsprechen- 
25 den Aufnahme der Drehwelle 6 aufweist. Der Substrathalter 5 ist bezuglich 
einer Drehachse A der Drehwelle 6 rotationssymmetrisch ausgebildet. In der 
von der Transportvorrichtung weg weisenden Unterseite 1 1 der Grundplatte 8 
ist eine Ausnehmung 12 zur Aufnahme eines Substrats 13 ausgebildet. Das 
Substrat 13 wird so in der Ausnehmung 12 aufgenommen, daG. eine zu be- 
30 schichtende Oberflache 15 des Substrats vom Substrattrager weg weist und 
frei liegt. Die Tiefe der Ausnehmung 12 entspricht der Dicke des aufzuneh- 
menden Substrats, so daB die Unterseite 11 der Grundplatte 8 bei eingesetz- 
tem Substrat 13 mit der zu beschichtenden Oberflache 15 des Substrats fluch- 



25 



'iT'r T h! kan " Un,er5ei,e 15 3ber a " Ch V °" der *»* * Untersefte 

2 ::™:r::^:r Ebene beabs,andet 

e unterseite 1 1 nach unten vorstehen. Das Substrat 13 wirrf r,h • u 

mit einer mcht naher dargestellten Unterdruckquelle wie z B ein »r 
pumpe. verbunden sind, an, Su bstra ,ha,ter 5 gehalten ^ 



15 



20 



sioh senkrech, dazu ers.reckenden Sei, e „„ and 28 . 
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Die Abdeckung 20 besitzt eine Mittelwand 28 mit einer horizontalen Mittel- 
ebene B. Die Abdeckung 20 ist beziiglich der horizontalen Mittelebene B sym- 
metrisch, so da& nur der obere Teil der Abdeckung beschrieben wird. Von der 
Mittelwand 28 aus erstreckt sich rotationssymmetrisch beziiglich einer Mittel- 
5 achse C der Abdeckung 20 ein Flansch 30 nach oben. Der Flansch 30 bildet 
eine ebene Flache 31 , die - wie nachfolgend beschrieben wird - mit den Va- 
kuumgreifern in Kontakt gebracht wird, um dazwischen eine Verbindung zu 
erzeugen. Benachbart zu der Mittelwand 28 weist der Flansch 30 eine beziig- 
lich der Mittelachse C rotationssymmetrisch ausgebildete Aussparung 32 auf. 
10 Die Aussparung 32 ist fluchtend mit der Mittelwand 28 ausgebildet. Durch die 
Aussparung 32 wird an dem Flansch 30 ein oberhalb der Aussparung 32 be- 
findlicher, rotationssymmetrischer Radialvorsprung 34 gebildet, der einen Teil 
der ebenen Flache 31 bildet. Der Innenumfang des Vorsprungs 34 ist dem 
AuBenumfang der Grundplatte 8 angepa&t, so da& die Grundplatte 8 zwi- 
15 schen dem Vorsprung 34 des Flansches 30 aufgenommen werden kann, wo- 
bei der sich verjOngende AuRenumfang eine Zentrierung zwischen Substrat- 
halter 5 und Abdeckung 20 bewirkt. 

Wenn die Grundplatte 8 des Substrathalters 5 in der Abdeckung aufgenom- 
20 men ist, kommen die Vakuumgreifer 18 mit der ebenen Flache 31 des Flan- 
sches 30 in Eingriff. In dieser Position wird zwischen dem Substrathalter 5 
und der Abdeckung 20 eine Kammer 36 gebildet, wie beispielsweise in Fig. 2 
dargestellt ist. In dieser Position werden die Vakuumgreifer 18 mit Unterdruck 
beaufschlagt, so daG. die Abdeckung 20 fest an dem Substrathalter 5 gehalten 

2 5 ist. 

Wie in Fig. 3 gezeigt ist, ist innerhalb der Aufnahme 22 eine auf die Untersei- 
te, insbesondere auf die Aussparung der Abdeckung 20 gerichtete Duse 40 
vorgesehen, iiber die ein Spiil- und/oder Trocknungsfluid auf die Unterseite 
30 der Abdeckung 20 gespritzt wird. Die Duse 40 ist innerhalb der Aufnahme 22 
bewegbar, wie durch den Pfeil D angezeigt ist. Statt der einen Duse kann 
auch eine Vielzahl von Diisen vorgesehen sein. 



Der Subs,ra«ha„er 5 weis, wiederum eine Grundpiatte 8 auf. die auf ibrer 
Obe. e „e e,ne Ausnehmung 10 zur Aufnabme einer Drehweiie aufwe* m 
strat h ^ m ' U ^ b ^ «« F*. 1 bis 6 weis, die zu" 

nahme des Substrats 1 3 auf. Die Unterseite 1 1 i.t fla „ 

» s ubstra , „ wird aber va, umeffnung :r ;r 

Grundpiatte 8 gehai.en. Die Vakuumaffnungen 50 stehen wie be , l 

Aus fQhrun9Sbeispiel gema8 den Fjg , bis 6 9 ei ;: 2;;:: q d u e e : e e ; n s,en 

Bngri,. , n der Un,erse„e 1 1 des Haulers 8 ,„ elne di ^ ^ 
gen 50 umgeben d e Nut zur Aufnahme eines Dichtelemen.s wie " " 
20 se eines O-Rings 52 ausgebilde,. "^""nh. be,sp,elswei- 

irr , Auaenbereioh des GrundkSrpers e des Su b s,ra,ha, t ers 5 sind mi, einer 
Un.erdruckqueiie in Verbindung s.ehende Vakuumoffnungen 54 a l7Z , 
weiche die Vakuumgreifer 18 gem8e den F „. 1 Ws 6 J£ Ob w ^ I 

-h, von Vakuumaffnungen 54 ro,a t ionssymme,risch zu der D ehac ^ e . t 
Su b s,ra,hal,ers 5 vorgesehen is,. In der Umersei.e 1 1 sind h i 

r:rff 54 zwej umlaufende N ^r^rrrr 

ten 56. w,e be.spielsweise O-Ringen vorgesehen. <»,elemen- 

Die Abdeckung 20 weis, wiederum eine Mi„e,wand 28 mi, einer Mitteiebene B 
auf. zu der d,e Ober- und Un.ersei.e der Abdeckung 20 syrnrne.risc sind n 
her Wird wiederum nur der Oberteii der Abdeckung 20 beLi^Iu^ 
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bereich der Mittelwand 28 erstreckt sich wiederum ein umlaufender Flansch 
30 mit einer ebenen Oberseite 31 nach oben. Der Flansch ist bezuglich der 
Mittelachse C, die gemaS Fig. 7 mit der Rotationsachse A des Substrathalters 
5 zusammenfallt, rotationssymmetrisch. Der Flansch 30 weist wiederum eine 
5 benachbart zu der Mittelwand liegende und mit dieser fluchtende Aussparung 
32 auf. Durch die Aussparung 32 wird ein nach innen ragender Vorsprungs 34 
des Flansches 30 gebildet. Der Innenumfang 62 des Vorsprungs ist derart 
bemessen, da& ein zu beschichtendes Substrat B ohne Kontakt mit dem Vor- 
sprung dazwischen aufnehmbar ist. Die Aussparung 32 weist eine schrage 
10 Oberseite 60 auf, so daR sich die Aussparung 32 radial nach auSen verjungt. 

Der Flansch 30 weist einen weiteren sich axial von der ebenen Oberseite 31 
erstreckenden Vorsprung 64 auf, der eine sich nach unten verjungende Innen- 
umfangsflache 66 definiert. Die sich nach unten verjungende Innenumfangs- 
15 flache 66 ist an die AuBenumfangsform des Grundkorpers 8 des Substrathal- 
ters 5 angepa&t und bildet eine Zentrierschrage, so daB der Hauptkorper 5 
entlang der Innenumfangsflache 66 gleiten kann, bis die Unterseite 11 des 
Grundkorpers 8 des Substrathalters 5 auf der ebenen Oberseite 31 des Flan- 
sches 30 der Abdeckung 20 aufliegt. Durch die sich verjungende Innenum- 
2 0 fangsform wird eine Zentrierung des Substrathalters 5 bezuglich der Abdek- 
kung 20 und somit eine Zentrierung des Substrats 13 bezuglich des Substrat- 
halters 5 gewahrleistet. 

Obwohl gemali Fig. 7 Dichtungen 56 in dem Grundkorper 8 vorgesehen sind, 
25 konnten diese in gleicher Weise in Ausnehmungen in der ebenen Oberseite 
31 der Abdeckung 20 ausgebHdet sein. 

Fig. 8, welche eine Draufsicht auf die Abdeckung 20 zeigt, verdeutlicht neben 
der kreisrunden Form auch die Lage der ebenen Oberseite 31 des Flansches 
30 30, welche den Vakuumbereich bildet, der die Haftung der Abdeckung am 

Substrathalter gewahrleistet. Eine Verschmutzung dieses Bereichs ist bedingt 
durch seine Lage nahezu ausgeschlossen. 
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punkt. beispiefcweise durch einen CaoCoaH 7 ^ 

10 genann.en EP-A-0 7,1 10 Z!h h 9an9 ' ** d " ZUVOr 

Coati™ v beschneben »t. vorbeschichtet. Durch den Can 

Der S u b st r at ba,,er 5 wird mit der Abdeckung 2Q ^ ^ 

gebaiten. Dadurch wird zwischen Substra.ha.ter 5 und Abdeckunl 20 - 
:r r abgeschlossene Kammer 36 gebllde( dfe ^ 

25 Anscb lteRe nd wird. wie in Fig. 3 ge2eigt ist , die Aufnahme 22 

enk , das die Abdeckung 2Q njch( c abg . 

*-«. wobei von der vorbescbicb.e.en Ober^cbe £T 
c u S 3, ges Material abgeschleudert w , rd we , ches sjch £ - - 

a, Slch das Subs.ra, 13 wabrend des Scbleudervorgangs in der bermel h 
abgescb.ossenen Kammer 36 befinde,, wird eine bomogene Besch Z des 



20 



30 
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Substrats mit Abweichungen hinsichtlich der Dicke der Beschichtung von klei- 
ner 1 % bei Schichtdicken im Bereich von 0,2pm bis 1 ,0um uber die gesamte 
Substratflache erreicht. Insbesondere wird die GleichmaRigkeit der Beschich- 
tung in den Eckbereichen von rechteckigen Substraten verbessert. Es ver- 
5 bleibt nur ein kleiner Randbereich von weniger als 2mm, in dem die Gleich- 
ma&igkeit der Beschichtung nicht voll gewahrleistet werden kann. 

Gleichzeitig wird uber die Duse 40 eine ein Losungsmittel enthaltende Spul- 
flussigkeit auf die Unterseite der Abdeckung 20 gespritzt, urn diese zu reini- 
10 gen. Die Reinigungswirkung wird dabei durch die Drehung der Abdeckung 20 
gefordert. Nach dem Aufspritzen der Spulflussigkeit wird ein Trocknungsfluid 
auf die Unterseite der Abdeckung geleitet werden, urn diese zu trocknen. 

Wie in Fig. 4 gezeigt ist, wird die Abdeckung 20 nach dem Schleudervorgang 
15 wieder auf der Aufnahme 22 abgelegt, und die Substrataufnahme- und Trans- 
porteinheit 2 wird aus dem Bereich der Abdeckeinheit 3 weg bewegt. Wie in 
Fig. 5 zu sehen ist, wird die Abdeckung 20 mittels einer nicht naher darge- 
stellten Wendevorrichtung urn 180° beziiglich der horizontalen Mittelebene 
gewendet, wahrend die Aufnahme 22 abgesenkt ist, urn das Wenden zu er- 
20 moglichen. 

Wie in Fig. 6 gezeigt ist, wird die Aufnahme 22 nach dem Wendevorgang wie- 
der angehoben, und die Abdeckung 20 auf der Aufnahme 22 abgelegt. Nach 
dem Wendevorgang weist die zuvor gereinigte Seite der Abdeckung 20 nach 
25 oben, wahrend die durch den vorhergehenden Schleudervorgang verschmutz- 
te Seite nach unten weist. Somit ist die Abdeckung 20 bereit fur ihren Einsatz 
in einem neuen Schleudervorgang. 

Wie aus der obigen Beschreibung zu entnehmen ist, besitzt die Abdeckung 20 
30 keine eigene Drehachse, d. h. sie wird nicht selbst durch eine eigene Drehvor- 
richtung, sondern passiv durch den angetriebenen Substrathalter gedreht. 
Wurde die Abdeckung durch eine eigene Drehvorrichtung aktiv gedreht wer- 
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den. ware eine komp| i2ierte Anpassung und Ausrichtung der dabei en*, k 
den zwei Drehachsen zueinander notwendig. ,S ' ehen 

Obwohl die Erflndung anhand bevor 2 ug»er AusfOhrungsbeispiele der erf - 

schrankt ,st. Be,sp,el S weise kannte die Abdeckung 20 fD, den SchleuH™ 
9 ang aucn mi , Eiektromagneten oderdurcn andere Mitte, Z t TZZ 
chanisohe Klem.vorrich.ung am Sub s ,ra, h a lt er be fes ,ig, we den Cr 

::r n ; 9 : 9 der Abdeckun9 -^-iicr 

Sched ' * kflnnte 3UCh mitte ' S BOrSte vor Oder wanjd dl 
Schleudervorgangs erfolgen. 



/ 
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Patentanspruche 

1. Vorrichtung (1) zum Beschichten von Substraten (13), mit einem Sub- 
5 strathalter (5) an dem das Substrat derart gehalten ist, dali eine zu be- 

schichtende Substratflache (15) frei liegt, und einer Vorrichtung zum 
Drehen des Substrathalters (5), gekennzeichnet durch eine am Sub- 
strathalter (5) befestigbare Abdeckung (20), die gemeinsam mit dem 
Substrathalter (5) eine abgeschlossenen Kammer (36) fur das Substrat 
10 (13) bildet. 

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Halteein- 
richtung (50) am Substrathalter (5) zum Halten des Substrats (13) mit 
Unterdruck. 

Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 Oder 2, gekennzeichnet durch eine 
Halteeinrichtung (18; 54) am Substrathalter (5) zum Halten der Abdek- 
kung (20) mit Unterdruck. 

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daG> die Halteeinrichtungen (50; 18, 54) fur das Sub- 
strat (13) und fur die Abdeckung (20) mit einer gemeinsamen Unter- 
druckquelle verbunden sind. 

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Halteeinrichtungen (50; 18, 54) fur das Sub- 
strat (13) und fur die Abdeckung (20) unabhangig voneinander ansteu- 
erbarsind. 

/ 

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 
zeichnet durch wenigstens eine den Unterdruckbereich zwischen dem 
Substrathalter (5) und der Abdeckung (20) begrenzende Dichtung. 



15 

3. 



20 4. 



25 5. 



30 6. 



15 



5 8. 



10 
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Vorrichtung (1, nach elnem der vorhergehenden 

zejchne, durch eine Vertiefung (12 ) im Substrathaiter (5 > m l^Ls 
tetlwetsen Aufnahme des Substrats (13). "en.gstens 



Anspruche, gekenn- 



Vorrichtung (1, nach einem der vorhergehenden 
ze,chne. duroh eine Zentriereinrichtung (16; 66) 2 um gegenseitigen 
Zentneren der Abdeckung (20, und des Substrathaiters (5, 

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche gekenn 

hi;: d r w t ens eine ze ~ a9e «» - - - 

naiter und/oder an der Abdeckung. 



10. Vorriohtung (1, nach einem der vorhergehenden Anspruche. dadurch 

daB die Abdeckung ™ - — *> t- 



11. 



20 



12 



25 



30 



Vorrichtung (1) naoh einem der vorhergehenden Anspruche gekenn 
e,chne, durch eine Aussparung (32) im Au^enbereich des die K ler 
defmierenden Teils der Abdeckung (20). 



Vorrichtung (1, nach einem der vorhergehenden Anspruche. dadurch 
gekennze.chnet, daB sich die Aussparung ,32, nach au Ben verjOngl 

13- Vorrichtung (1 , nach einem der vorhergehenden AnsprOche. dadurch 
9ekenn Z e,chnet, da B die Aussparung (32, auf ihrer zum Subs.ratha tar 
we.senden Seite (60) aogeschragt ist. os'rathalter 

14. Vorrichtung <„ nach einem der vorhergehenden Anspruche. dadurch 

::::::: net das die Abdeckuns (2 °> - - — *- 



15. Vorrichtung (1) nach 



einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 



zeichnet durch eine Einrichtung zum Wenden der Abdeckung 



(20). 
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16. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 
zeichnet durch eine Aufnahme (22) zum Halten der Abdeckung (20). 

17. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 
zeichnet durch eine Einrichtung zum Anheben und Absenken der Auf- 
nahme (22). 

18. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 
zeichnet durch eine Spul- und/oder Trocknungsvorrichtung (40) fur die 
Abdeckung (20). 

19. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dafc die Spul- und/oder Trocknungsvorrichtung (40) 
Teil der Aufnahme (22) ist und wenigstens eine auf die Abdeckung (20) 
und/oder die Aussparung (32) gerichtete Duse (40) aufweist. 

20. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daR wenigstens eine Duse (40) mit einem Spul- 
und/oder Trocknungsfluid beaufschlagbar ist. 

21. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, da& das Spiilfluid ein Losungsmittel enthalt. 

22. Verfahren zum Beschichten von Substraten (13), bei dem das Substrat 
(13) derart an einem Substrathalter (5) gehalten ist, daS eine zu be- 
schichtende Substratflache (15) frei liegt und das Substrat (13) mit dem 
Substrathalter (5) gedreht wird, dadurch gekennzeichnet, da(J eine Ab- 
deckung (20) am Substrathalter (5) befestigt wird, die gemeinsanvmit 
dem Substrathalter (5) eine abgeschlossenen Kammer (36) fur das 
Substrat (5) bildet. 



23. 



24. 



25. 



10 



26. 



15 



27. 



20 28. 



29. 



25 
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Verfahren nach Anspruch 29. dadurch gekennzeichnet, da 6 das Sub- 
strat (13, m,t Unterdruck am Substrathalter (5, gehalten wird. 

Verfahren nach einem der Anspruche 22 oder 23, dadurph gekenn- 
ze.chne,. da* die Abdeckung ,20, mi, Unterdruck am Substra.hai.er ,5, 

gehalten wird. K J 

Verfahren nach einem der AnsprOche 22 bis 24. dadurch gekennzeich- 
ne, da 6 die Abdeckung (20, und der Substrathaiter vor dem BefesTgen 
zuemander zentriert werden. 

Verfahren nach einem der Anspruche 22 bis 25. dadurch gekennzeich- 

r ^ BefeS,i9Un9 AMeCkUn9 (20 > "«* <*' °-behand i ng 
unabhang, g vonderBefes,igungdesSubs,ra,s(13) g e l6 s,wird. 

^Zl^ TT 22 biS 26 ' 9ekennzeich- 

n* daS d,e vom Substrat (13) abgewand.e Seite der Abdeckung (20) 
wahrend des Drehvorgangs gespOl, und/oder getrockne, wird. 

Verfahren nach einem der AnsprOche 22 bis 27. dadurch gekenn- 

sTr4o7a T Z^' rn *™»*>*> »ber wenigs.ens eine Do- 
se (40) auf die Abdeckung geleitet wird. 

Verfahren nach einem der Anspruche 22 bis 27, dadurch gekennzeich- 
ne,, da S die Abdeckung (20, zwischen aufeinanderfoigenden Dreh 

vorgangen gewendet wird. 



/ 
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Zusammenfassung 

Urn eine gleichmafcige Beschichtung eines Substrats zu erreichen, ist bei ei- 
ner Vorrichtung und einem Verfahren zum Beschichten von SubStraten, bei 
dem das Substrat derart an einem Substrathalter gehalten ist, dad eine zu 
beschichtende Substratflache frei liegt und das Substrat mit dem Substrat- 
halter gedreht wird, eine Abdeckung am Substrathalter befestigbar, die ge- 
meinsam mit dem Substrathalter eine abgeschlossenen Kammer fur das Sub- 
strat bildet. 



